证券代码：688516                                   证券简称：奥特维
无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

	投资者关系活动类别
	☑特定对象调研     ☑分析师会议    □媒体采访     □业绩说明会

□新闻发布会       □路演活动      □现场参观
  ☑电话会议

	参与单位名称
	南方基金、广发基金、万家基金、富国基金、银华基金、国寿安保基金、宝盈基金、汇添富、摩根士丹利等88家投资机构及证券公司

	时间
	2026年11月13日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事长葛志勇先生、半导体事业部负责人吴文聪先生、财务总监殷哲先生、总经理助理周永秀女士、投资者关系总监孙澍先生

	投资者关系活动主要内容

	
	　　Q:公司第三季度新签订单环比下滑的原因？当前签单利润率水平大概是多少？
　A：公司第三季度新签订单环比下滑主要是季节性因素，每年Q3大概率会出现订单阶段性小幅下滑。当前确认收入设备毛利率约35%，受益于成本控制进步，设备价格企稳，毛利率回到正常区间。
　Q：2026年光伏制造标准出台后，下游客户改造意愿如何？此前公司预计下半年约60-80GW设备准备改造，目前释放情况如何？
　　A：行业头部客户的改造意愿较为积极，且呈现差异化技术路线布局的趋势，预估四季度进度排产淡季后启动改造。

　　Q：当前光伏改造订单中，TOPCon改造和BC改造的占比大概各是多少？
　　A：今年的改造订单中Topcon升级占比居多。 

　Q：公司锂电业务第四季度是否会放量超预期？核心约束是什么？
　A：公司锂电板块订单连续两年高速增长，业务发展从储能应用向动力电池应用渗透。
　Q:公司半导体业务目前主要的增量来自哪些设备？
　A：半导体订单主要是三大增长点： 1）装片机：多功能装片机性能迭代提升； 2）光通AOI：从单纯检测向前后道自动化延伸，提升单机价值； 3）划片机：完成人员调整，拓宽半导体、泛半导体应用场景。

　　Q：碳化硅行业景气度较高，公司对碳化硅长晶炉、激光切片设备如何展望？

　　A：半导体材料和激光应用是公司在半导体业务板块的重点布局，在相关产品形成竞争力后将向市场推广。

	日期
	2026年11月13日


